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(57) Abstract: According to the invention, circuit support elements (4, 5) for electronic devices, in particular for communication 
terminals may be protected from corrosive influences during the production process in a simple economical manner, such that no 
additional post-treatment of the circuit support element, or no additional provisions in the electronic device are necessary as for 
conventional state of the art, whereby all conducting metal surfaces made from copper, gold etc on the conducting track and contact 
surface side (40) and/or the component side (50) are, as far as is technically possible, replaced by non-corroding electrically-con- 
ducting surfaces (15), such as for example, carbon or nanopaste so long as the increased transfer resistance does not lead to erroneous 
interpretations. The latter can occur in contact surfaces for keyboards and test points. Where said method is not possible, then the 
metallic surfaces should be at least coated with the non-corrosive, electrically-conducting material, by application of the material 
such that the metallic surfaces are protected against breaking by corrosion, even with the tolerances occurring on applying said ma- 
terial. 
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(57) Zusammenfassung: Um Schaltungstragerelemente (4, 5) ftir elektronische Gerate, insbesondere Kommunikationsendgerate, 
im Hers tell ungsprozess auf einfache kostengiinstige Weise so vor Korrosionseinfliissen zu schutzen, dass keine zusatzlichen Nach- 
behandlungen an dem Schaltungstragerelement oder keine zusatzlichen Vorkehrungen am elektronischen Gerat wie beim Stand 
der Technik erforderlich sind, sind auf der Leiterbahn- und Kontaktflachenseite (40) und/oder der Bauteileseite (50) alle leitenden 
metallischen Flachen (12, 13, 31, 32) aus Kupfer, Gold etc. soweit technisch moglich, durch nicbt-korrosive elektrischleitfahige 
Oberflachen (15), wie z.B. Karbon oder Nanopaste ersetzt, sofem der hSheie Cbergangswiderstand nicht zu Fehlinterpretation fuhrt. 
Letzteres konnte bei Kontaktflachen fiir Tastatur und Priifpunkte der Fall sein. Wo diese Vorgehensweise nicht m5glich ist, sollen die 
metallischen Flachen zunntindest durch das nicht-korrosive elektrisch-leitfahige Material so durch Andrucken des Materials bedeckt 
werden, dass die metallischen Flachen irotz auftretende Toleranzen beim Aufbringen des Materials gegen Unterbrechungen durch 
Korrosion geschiitzt sind. 
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Be s chr e ibung 

Schaltungstragerelement fur elektronische Gerate, insbesonde- 
re Koinitiunikationsendgerate 

5 

Elektronische Gerate - z.B. Gerate der Konsuiaguterindustrie 
wie der Unterhaltungselektronik, der Kommunikationstechnik 
etc- z.B. Radio - und Fernsehapparate, HIFI-Aalagen, Telefone 
fur drahtgebundene und drahtlose Kommunikation;. Video- 

10 Handy ^s, Web- und LAN-Telef one, LAN-Adapter - weisen fur die 
in dem jeweiligen Gerat zu realisierenden Funktionen und die 
dazu benotigten einzelnen Bauteile in der Kegel ein einziges 
Schaltungstragerelement auf . Das Schaltungstragerelement ist 
in der Kegel eine Leiterplatte bzw. eine elektronische Flach- 

15 baugruppe, aber es ist auch moglich, dass das Schaltungstra- 
gerelement eine Folie ist. Das Schaltungstragerelement weist 
dazu eine erste Tragerelementseite, auf der die Bauteile an- 
geordnet sind und die demzufolge auch als Bauteileseite be- 
zeichnet wird, und eine zweite Tragerelementseite auf, auf 

20 der die Leiterbahnen und Kontaktf lachen ftir Ein- und Ausgabe- 
mittel sowie zu MeJ5- und Priif zwecken angeordnet sind und die 
demzufolge auch als Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite be- 
zeichnet wird. 

25 Der Stand der Technik beztlglich des Aufbaus von Schaltungs- 
tragerelement en fur elektronische Gerate, insbesondere Kommu- 
nikationsendgerate, wird anhand der FIGUREN 1 bis 3 erlau- 
tert. Es zeigen: 

30 FIGUR 1 einen Ausschnitt eines ersten Schaltungstragerele- 

ments fUr Siemens Standard-Fernsprecher Mitte der 80-er Jahre 
in einer Draufsicht- und Querschnittdarstellung der Leiter- 
bahn- und Kontaktf lachenseite, 

35 FIGUR 2 einen Ausschnitt eines zweiten Schaltungstragerele- 

mentes fiir Siemens Schnurlos telefone der Baureihe MEGASET und 
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GIGASET Anfang der 90-er Jahre in einer Draufsicht- und Quer- 
schnittdarstellung der Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite/ 

FIGUR 3 einen Ausschnitt eines dritten Schaltungstragerele- 
5 mentes der Siemens Schnurlostelef one der Baureihe MEGASET und 
GIGASET in einer Draufsicht- und Querschnittdarstellung der 
Bauteileseite . 

FIGUR 1 zeigt einen Ausschnitt eines ersten Schaltungstrager- 
10 elements 1 fur Siemens Standard- Fernsprecher Mitte der 8 0-er 
Jahre in einer Draufsicht- und Querschnittdarstellung einer 
Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite 10, bei dem das Trager- 
element 1 aus einem Basismaterial 11 mit beidseitig aufge- 
brachten Leiterbahnen 12 und Kontaktf lachen 13 vorzugsweise 
15 aus Kupfer. Von den Leiterbahnen 12 sind erste Leiterbahnen 
120 mit einem Lotstopplack 14 bedeckt, Der LOtstopplack 14 
ist dabei, wie die Draufsicht zeigt, groBflachig auf der Lei- 
terbahn- und Kontaktf lachenseite 10 aufgebracht. Von den Kon- 
taktf lachen 13 sind eine erste Kontaktf lache 130, die als 
20 Fingerpad mit einer vorzugsweise aus Gold hergestellten maan- 
derformigen Leiterbahnstruktur ausgebildet ist, und eine 
zweite Kontaktf lache 131, die als Pruf-/MeBpunkt mit einem 
vorzugsweise aus einer Zinn-Blei-Mischung oder aus Gold her- 
gestellten Kontaktmaterial ausgebildet ist, freiliegend, wah- 
25 rend eine dritte Kontaktstelle 132, die als Ankontaktierungs- 
flache ausgebildet ist, mit elektrisch-leitf ahigem Karbon 15 
bedeckt und eine vierte Kontaktf ISche 133, die als Durchkon- 
taktierung ausgebildet ist, anteilig mit dem Lotstopplack 14, 
zur Realisierung der Durchkontaktierung anteilig mit Silber- 
30 leitpaste 17 und mit einem den Lotstopplack 14 teilweise und 
die Silberleitpaste 17 vollstandig bedeckenden semi- 
transparenten Abdecklack 16 bedeckt ist. 

In FIGUR 1 bedeckt der Karbon 15 jedoch nicht nur die Ankon- 
35 taktierungsflache 132, sondern er ist auch zwischen den bei- 
den Ankontaktierungsf lache 132 angeordnet, so dass aufgrund 
der elektrischen Leitfahigkeit des Karbons 15 eine elektri- 
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sche Verbindung entsteht. Aufgrund dieser elektrischen Ver- 
bindung ist wegen der unzureichenden elektrischen Isolie- 
rungseigenschaf ten des Lotstopplacks 14, der die Leiterbahnen 
120 bedeckt, auf dem Lotstopplack 14 noch ein Isolierlack 18 
aufgebracht. Durch das Aufbringen des Karbons 15 auf die An- 
kontaktierungsf lachen 132 mittels eines Karbondruckverf ahrens 
konnte zur elektrischen Uberbruckung eine bisher eingesetzte 
Drahtbrucke, ein bisher eingesetzter 0 Ohm" -SMD-Wider stand 
Oder eine bisher durch eine zusatzliche Kupferlage realisier- 
te Kupf erleiterbahn ersetzt werden. Der Vorteil von Karbon 
gegentiber der Kupf erleitbahn besteht in der eingesparten Kup- 
ferlage, wahrend der Vorteil von Karbon gegentiber der Draht- 
brticke oder dem ''0 Ohm''-SMD-Widerstand liegt der verbesserten 
Wirtschaf tlichkeit und darin, dass keine Hohenbegrenzung, 
kein Bestuckautomat, keine Langenbegrenzung und keine Geomet- 
riebegrenzung erforderlich sind. Demgegeniiber ist nachteilig 
bei Karbon, dass Karbon einen hoheren Innenwi der stand auf- 
weist, dass mit Karbon nur grobe Strukturen realisiert werden 
kSnnen und dass beim Oberdrucken von fremden Signalen ein 
Druck mit isolierendem Lotstopplack erforderlich ist. 

Dadurch, dass bei den Prozessschritten fur die H'erstellung 
der Ankontaktierungsf lachen 132, die einzelnen Prozessschrit- 
te - (1) Das Aufbringen der Kupf erschicht 12, 13 (2) Das Auf- 
25 bringen des Lotstopplacks 14 und (3) Das Aufbringen des Kar- 
bons 15 - bei genauer Vorgabe der einzelnen Schichtenabmes- 
sungen f ertigungstechnisch nicht so exakt durchgefiihrt werden 
konnen, dass die einzelnen Schichten exakt libereinanderlie- 
gen, entstehen nicht abgedeckte bzw. freigelegte Leiterbahn- 
30 segmente bzw. Kontaktf lachensegmente 19- 

Solche Leiterbahnsegmente bzw. Kontaktf lachensegmente 19 ent- 
stehen, well bei den Prozessschritten ftir die Herstellung der 
Tastaturkontaktfiache und der Mess- und PrUf kontaktf lache, 
35 die einzelnen Prozessschritte - (1) Das Aufbringen der Kup- 

ferschicht 12, 13 und (2) Das Aufbringen des Lotstopplacks 14 
- bei genauer Vorgabe der einzelnen Schichtenabmes sungen fer- 



10 



15 



BNSDOCID: <WO ^0207841 1A1_I_> 



wo 02/078411 PCT/DE02/01053 

4 

tigungstechnisch nicht so exakt durchgefiihrt werden konnen^ 
dass die einzelnen Schichten exakt tlbereinanderliegen, auch 
bei den Kontaktf lachen 130, 131. 

5 Die tibrigen Leiterbahnen auf der Leiterbahn- und Kontaktfla- 
chenseite und der Bauteileseite des ersten Schaltungstrager- 
elementes 1, die durch die dargestellte Ausschnitt in FIGUR 1 
nicht explizit dargestellt sind, sind entweder vollstandig 
mit Lotstopplack Oder vollstandig mit einem Schichtaufbau aus 
10 Lotstopplack und Isolierlack abgedeckt. 

FIGUR 2 zeigt einen Ausschnitt eines zweiten Schaltungstra- 
gerelements 2 ftir Siemens Schnurlostelef one der Baureihe 
MEGASET und GIGASET TVnfang der 90-er Jahre in einer Drauf- 

15 sicht- und Querschnittdarstellung einer Leiterbahn- und Kon- 
taktf lachenseite 20, bei dem ausgehend von dem in FIGUR 1 
dargestellten ersten Schaltungstragerelement 1 und der dazu- 
gehorigen Figurenbeschreibung die Tastaturkontaktf lache 130 
mit der maanderf orraigen, als Fingerpad ausgebildeten Leiter- 

20 bahnstruktur anstatt aus Gold ebenfalls - wie die elektrische 
Verbindung zwischen den Ankontaktierungsf lachen 132 aus dem 
elektrisch-leitf ahigen -Karbon 15 hergestellt ist, Dadurch, 
dass die Kontaktf lache 130 aus Karbon 15 hergestellt ist, 
konnen gemafi der Querschnittsdarstellung in FIGUR 2 unterhalb 

25 der Tastaturkontaktf lache aus Karbon abgedeckt und isoliert 
durch einen Schichtaufbau aus dem Lotstopplack 14 und Iso- 
lierlack 18 weitere Leiterbahnen 12 verlaufen. Die Ankontak- 
tierung der Tastaturkontaktf lache 130 aus Karbon erfolgt - 
obwohl in FIGUR 2 nicht explizit dargestellt - tiber Ankontak- 

30 tierungsf lachen wie sie in den FIGUREN 1 und 2 exemplarisch 
dargestellt und in der Beschreibung zu FIGUR 1 eriautert 
sind. Dartiber hinaus hat das elektrisch-leitf ahige Karbon 15 
in FIGUR 2 gegentiber Gold in FIGUR 1 alis Kontaktwerkstof f den 
Vorteil, dass in Verbindung mit dem Isolierlack bei der zwei- 

35 ten Flachbaugruppe gemaB FIGUR 2 die dritte und vierte Kup- 
ferlage eingespart wird und dass wegen des Verzichts auf die 
Goldoberf lache die Herstellkosten ftir die Flachbaugruppe 
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deutlich geringer sind, well die Kosten ftir Karbon etwa 30% 
vom Goldpreis sind. 

FIGUR 3 zeigt einen Ausschnitt eines dritten SchaltungstrS- 
5 gerelements 3 ftir Siemens Schnurlostelef one der Baureihe 
MEGASET und GIGASET Anfang der 90-er Jahre in einer Drauf- 
sicht- und Querschnittdarstellung einer Bauteileseite 30, bei 
dem, das Tragerelement 3 aus dem Basismaterial 11 mit einsei- 
tig auf gebrachten Leiterbahnen 31 und einer Kontaktf lache 32 

10 vorzugsweise aus Kupfer. Von den Leiterbahnen 31 ist eine 

erste Leiterbahnen 310 mit dem Lotstopplack 14 bedeckt, wah- 
rend zweite Leiterbahnen 311, die zur Bauteilbestiickung mit 
Bauteilanschltisse 330, den sogenannten Padanschltlssen, eines 
Keramikbauteil 33 zu verbinden sind, zu diesem Zweck mit L5t- 

15 zinn 34 bedeckt sind. Der LOtstopplack 14 ist dabei, wie die 
Draufsicht zeigt, groiifiachig auf der Bauteileseite 30 aufge- 
bracht. Die Kontaktf lachen 32 ist wie die vierte Kontaktf la- 
che 133 in den FIGUREN 1 und 2 als Durchkontaktierung ausge- 
bildet; allerdings im Unterschied zu diesen ist die Kontakt- 

20 f lache 32 of fen und besteht vorzugsweise vollstandig aus Kup- 
fer und ist demzufolge nicht anteilig mit dem Lotstopplack 
14, zur Realisierung der Durchkontaktierung anteilig mit Sil- 
berleitpaste 17 und mit dem den Lotstopplack 14 teilweise und 
die Silberleitpaste 17 vollstandig bedeckenden semi- 

25 transparenten Abdecklack 16 bedeckt. 

Dadurch, dass bei den Prozessschritten ftir die Herstellung 
der Leiterbahnen 310, 311, die einzelnen Prozessschritte - 
(1) Das Aufbringen der Kupf erschicht 31 (2) Das Aufbringen 

30 des Lotstopplacks 14 und (3) Das Aufbringen des Bauteils 33 
und des LQtzinns 34 - bei genauer Vorgabe der einzelnen 
Schichtenabmessungen f ertigungstechnisch nicht so exakt 
durchgefUhrt werden kOnnen, dass die einzelnen Schichten ex- 
akt tlbereinanderliegen, entstehen nicht abgedeckte bzw. frei- 

35 gelegte Leiterbahnsegmente 35. 
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Mit iiniaer kompakter beztiglich des zweiten und dritten Schal- 
tungstragereleiaentes 2, 3 aufgebauten Kommunikationsendgera- 
ten, wie z.B. Mobilteilen von Schnurlostelefonen oder Mobil- 
funk-Handapparaten - den sogenannten Handy' s, wodurch diese 

« 

5 Endgerate zur Freude des Kunden iitimer kleiner und handlicher 
wurden, stiegen jedoch auch die Kundenreklamationen in Bezug 
auf die Korrosionserscheinungen an den Endgeraten. Bei Unter- 
suchungen der reklamierten Gerate wurden fltissige Riickstande, 
wie Getranke, Splilwasser;. Duschmittel und Badewasser gefun- 

10 den. Bei diesen Untersuchungen ist welter festgestellt wor- 
den, dass die ruckstandige Flussigkeit allein nicht zu einem 
Ausfall der Telefone fuhrt. Erst in Verbindung mit Gleich- 
spannungen, wie sie in solchen mobilen Telefonen in der Be- 
triebsspannung von 0,5 bis 3 Volt vorliegen, treten Schaden 

15 am Leiterbild auf des SchaltungstrSgerelementes auf • Gefahr- 
det sind beim Zusammenwirken von Gleichspannung und FlUssig- 
keit alle auf dem Schaltungstragerelement verwendeten Metal- 
le, sogar selbst das Edelmetall Gold. Besonders kritisch sind 
die Bereiche auf dem Schaltungstragerelement, auf denen nach 

20 dem Kontakt des mobilen Telefons mit Flussigkeit noch nach 

einigen Tagen Feuchtigkeit zu finden ist. Dies betrifft ins- 
besondere die Leiterbahnen und Kontaktf lachen unterhalb der 
Tastaturmatte, die aus Gummi oder einem Folienmaterial be- 
steht. Bei ca. 70 - 80 % der Mobilteile oder Handy' s aus Kun- 

25 denreklamationen konnten im Bereich der Tastaturf lache erheb- 
liche Korrosion festgestellt werden. 

Um die Korrosionserscheinungen von elektronischen Geraten, 
insbesondere von Kommunikationsendgeraten, zu verringern oder 

30 sogar vermeiden, war es bisher Ublich, entweder die elektro- 
nischen Gerate f Itlssigkeitsdicht zu machen, die Schaltungs- 
trSgerelemente der Gerate mit Tauchlack zu behandeln oder, 
falls dies beides wie bei Kommunikationsendgeraten wegen der 
vorstehend angesprochenen Tastaturproblematik und der beno- 

35 tigten Tastaturkontaktf lachen nicht moglich ist, die elektro- 
nischen Gerate vor dem Geratezusammenbau durch das Aufbringen 
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von zusatzlichem Schutzlack auf das Schaltungstragerelement 
2U s chut z en. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, 
5 Schaltungstragerelemente ftir elektronische Gerate, insbeson- 
dere Koiniuunikationsendgerate, im Herstellungsprozess auf ein- 
fache kostengiinstige Weise so vor Korrosionseinf Itissen zu 
schiitzen, dass keine zusatzlichen Nachbehandlungen an dem 
Schaltungstragerelement oder keine zusatzlichen Vorkehrungen 
10 am elektronischen Gerat wie beim Stand der Technik erforder- 
lich sind. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 
gelbst . 

15 

Die der Erfindung zugrundeliegende Idee besteht darin: Auf 
der Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite und/oder der Bautei- 
leseite sollen alle leitenden metallischen FlSchen aus Kup- 
20 fer. Gold etc. soweit technisch moglich, durch nicht- 

korrosive elektrisch-leitf ahige Oberflachen, wie z.B. Karbon 
Oder Nanopaste ersetzt werden, sofern der hohere Ubergangswi- 
derstand nicht zu Fehlinterpretation fiihrt. Letzteres konnte 
bei Kontaktf lachen fur Tastatur und Prllfpunkte der Fall sein. 

25 

Wo diese Vorgehensweise nicht moglich ist, sollen die metal- 
lischen Flachen zumindest durch das nicht-korrosive elekt- 
risch-leitf ahige Material so durch Andrucken des Materials 
bedeckt werden, dass die Leiterbahnen und Kontaktf lachen 
30 trotz auftretende Toleranzen beim Aufbringen des Materials 
gegen Unterbrechungen durch Korrosion geschtltzt sind. 

Dies gilt insbesondere ftir solche elektronischen Gerate, die 
eine Tastatur aufweisen, die sich normalerweise auf der Lei- 
35 terbahn- und Kontaktf lachenseite des SchaltungstrSgerelemen- 
tes befindet, well dort unmittelbar unter der Tastatur und in 
Bereichen, in denen sich durch Folien oder Gxammimatte ein 
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Kleinklima bildet, die angesprochenen Korrosionserschelnungen 
auf treten. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter- 
5 anspriichen angegeben. 

Gemali diesen Unteranspriichen ist es insbesondere von Vorteil, 
wenn als nicht-korrosives elektrisch-leitf ahiges Material Na- 
nopaste verwendet wird, weil man mit dieser Paste, die vor- 

10 zugsweise mit Hilfe von Geraten Oder Maschinen, die nach dem 
Tinterdruckprinzip arbeiten, sogar Halbleiterbauelemente, wie 
z.B. lichtemittierende Dioden, Transistoren etc., auf dem 
Schaltungstragerelement herstellen kann. Nanopaste ermoglicht 
somit einerseits Korrosionsschutz und andererseits die kos- 

15 tengilnstige Herstellung von Halbleiterbaueleiaenten und in ein 
paar Jahren sogar kleinere Halbleiterschaltungen als Alterna- 
tive zu integrierten Schaltungen, 

Ein Ausftlhrungsbeispiel der Erfindung ist anhand der FIGUREN 
20 4 und 5 erlautert, Es zeigen; 

FIGUR 4 ausgehend von den FIGUREN 1 und 2 einen Ausschnitt 
eines vierten Schaltungstragerelements fur elektronische Ge- 
rate mit Tastatur in einer Draufsicht- und Querschnittdar- 
25 stellung der Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite, 

FIGUR 5 ausgehend von der FIGUR 3 einen Ausschnitt eines 
ftinften Schaltungstragerelements fur elektronische Gerate mit 
Tastatur in einer Draufsicht- und Querschnittdarstellung der 
30 Bauteileseite/ 

FIGUR 4 zeigt ausgehend von den FIGUREN 1 und 2 einen Aus-^ 
schnitt eines vierten Schaltungstragerelements 4 ftir elektro- 
35 nische Gerate mit Tastatur in einer Draufsicht- und Quer- 
schnittdarstellung einer Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite 
40, bei dem die in den FIGUREN 1 und 2 dargestellten, fiir 



BNSDOCID: <WO 0207841 1A1_I_> 



wo 02/078411 



PCT/DE02/01053 



9 

Korrosion unter den vorgestellten Gegebenheiten beim Gebrauch 
von Kommunikationsendgeraten anfalligen bzw. zu Korrosion 
neigende Leiterbahnsegmente bzw. Kontaktf lachensegmente 19 
eliiuiniert werden, indent bei den Prozessschritten fur die 
5 Herstellung der Tastaturkontaktf lachen 130, der Prtif- 

/Meiikontaktf lachen 131 und der Ankontaktierungsf lachen 132, 
die einzelnen Prozessschritte - (1) Das Aufbringen der Kup- 
ferschicht 12, (2) Das Aufbringen des Lotstopplacks 14 und 
(3) Das Aufbringen des Karbons 15 - wegen der herstellungsbe- 

10 dingt auftretenden Toleranzen so ausgefuhrt werden, dass sich 
der Lotstopplack 14 und das elektrisch leitfahige Karbon 15 
im Bereich der Leiterbahnsegmente bzw, Kontaktf lachensegmente ' 
19 Uberlappen und dadurch die Leiterbahnsegmente bzw* Kon- 
taktf lachensegmente 19 vollstandig abdecken. Auf diese Weise 

15 sind die angegebenen Kontaktf lachen trotz der herstellungsbe- 
dingt auftretenden Toleranzen gegen Unterbrechungen durch 
Korrosion geschtitzt. 

Alternativ kann anstelle des Karbons Nanopaste und anstelle 
20 L5tstopplack jeder andere Lack oder ganz allgemein ein Be- 
schichtungsstof f verwendet werden. 

FIGUR 5 zeigt ausgehend von der FIGUR 3 einen Ausschnitt ei- 
nes funften Schaltungstragerelements 5 fur elektronische Ge-- 

25 rate mit Tastatur in einer Draufsicht- und Querschnittdar- 
stellung einer Bauteileseite 50, bei dem die in der FIGUR 3 
dargestellten, fur Korrosion unter den vorgestellten Gegeben- 
heiten beim Gebrauch von Kommunikationsendgeraten anfalligen 
bzw. zu Korrosion neigende Leiterbahnsegmente 35 eliminiert 

30 werden, indem bei den Prozessschritten fur die Herstellung 
Leiterbahnen 310, 311, die einzelnen Prozessschritte - (1) 
Das Aufbringen der Kupf erschicht 31 (2) Das Aufbringen des 
LQtstopplacks 14 und (3) Das Aufbringen des Bauteils 33 und 
des Lotzinns 34 - wegen der herstellungsbedingt auftretenden 

35 Toleranzen so ausgeftihrt werden, dass sich der Lotstopplack 
14 und das Lotzinn 34 im Bereich der Leiterbahnsegmente 35 
uberlappen und dadurch die Leiterbahnsegmente 35 vollstandig 
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abdecken. Auf diese Weise sind die angegebenen Leiterbahnen 
trotz der herstellungsbedingt auftretenden Toleranzen gegen 
Unterbrechungen durch Korrosion geschtitzt. 

5 
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Patentansprtlche 

1. Schaltungstragerelement ftir elektronische Gerate, insbe- 
sondere Kommunikationsendgerate, mit folgenden Merkmalen: 

5 (a) Auf der Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite (40) und/oder 
Bauteileseite (50) sind Leiterbahnen (12, 120, 31, 310, 311) 
und Kontaktf lachen (13, 130, 131, 132, 133, 32) aus einem 
korrosiven metallischen Material (12, 13) Oder einem nicht- 
korrosiven eLektrisch-leitf ahigen Material (15) aufgebaut, 

10 (b) die mit dam korrosiven metallischen Material (12, 13) 

aufgebauten Leiterbahnen (12, 120, 31, 310, 311) und Kontakt- 
flachen (13, 130, 131, 132, 133, 32) sind mit dem nicht- 
korrosiven elektrisch-leitf ahigen Material (15) oder mit dem 
nicht-korrosiven elektrisch-leitf ahigen Material (15) und 

15 mindestens einem Beschichtungsstof f (14, 18) bedeckt, 

(c) die mit dem nicht-korrosiven elektrisch-leitf ahigen Mate- 
rial (15) aufgebauten Leiterbahnen (12, 120, 31, 310, 311) 
und Kontaktflachen (13, 130, 131, 132, 133, 32) sind freilie- 
gend oder mit mindestens einem Beschichtungsstof f (14, 18) 

20 bedeckt, 

(d) auf der Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite (40) und/oder 
der Bauteileseite (50) sind der Beschichtungsstof f (14, 18) 
und/oder das nicht-korrosive elektrisch-leitf ahige Material 

(15) derart an die Leiterbahnen (12, 120, 31, 310, 311) und 

25 Kontaktflachen (13, 130, 131, 132, 133, 32) angedruckt, dass 
sich der Beschichtungsstof f (14, 18) und das nicht-korrosive 
elektrisch-leitf ahigen Material (15) uberlappen und dabei die 
Leiterbahnen (12, 120, 31, 310, 311) und Kontaktflachen (13, 
130, 131, 132, 133, 32) trotz der auftretenden Toleranzen 

30 beim Aufbringen des Beschichtungsstof fs (14, 18) und/oder des 
nicht-korrosiven elektrisch-leitf ahigen Materials (15) gegen 
Unterbrechungen durch Korrosion schtitzen, 

2. Schaltungstragerelement nach Anspruch 1, wobei das nicht- 
35 korrosive elektrisch-leitf ahige Material (15) Karbon ist. 
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3. Schaltungstragerelement nach Anspruch 1, wobei das nicht- 
korrosive elektrisch-leitf ahige Material (15) Nanopaste ist. 

4. Schaltungstragerelement nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
5 wobei der Beschichtungsstof f (14, 18) ein LStstopplack, ein 

Isolierlack und/oder ein Schutzlack ist. 

5. Schaltungstragerelement nach Anspruch 3, wobei die Nano- 
paste derart auf der Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite (40) 

10 und/oder der Bauteileseite (50) des Tragerelementes (4, 5) 
aufgebracht und mit dem Beschichtungsstof f (14, 18) bedeckt 
ist, dass Halbleiterbauelemente erzeugbar sind. 

6. Schaltungstragerelement nach Anspruch 5, wobei zur Erzeu- 
15 gung einer lichtemittierenden Diode der Beschichtungsstof f 

(14, 18) lichtdurchlassig ist. 

7. Schaltungstragerelement nach Anspruch 6, wobei der Be- 
schichtungsstof f (14, 18) Silikonlack ist. 

20 

8. Schaltungstragerelement nach Anspruch 5, wobei zur Erzeu- 
gung eines Transistors der Beschichtungsstof f (14, 18) licht- 
undurchlassig ist. 

25 9. Schaltungstragerelement nach Anspruch 1, wobei der Lack () 
und/oder das nicht-korrosive elektrisch-leitf ahige Material 
(15), der bzw. das an die Leiterbahnen (12, 120, 31, 310, 
311) und Kontaktflachen (13, 130, 131, 132, 133, 32) auf der 
Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite (40) und/oder der Bautei- 

30 leseite (50) angedruckt ist, groliflachig tiber die gesamte 

Leiterbahn- und Kontaktf lachenseite (40) und/oder der Bautei- 
leseite (50) angedruckt ist. 

35 
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